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摘  要：面对近年国外战略性掣肘的不断加压，我国芯片设计被锁定在产业创新价值链的低端，芯片

设计企业如何摆脱低端循环以抢占产业发展制高点，成为我国芯片产业破局的关键。在分析我国芯

片设计产业现状及其创新价值链地位的基础上，选取芯片设计领军企业华为海思作为研究对象，从

研发水平、竞争对手、设计人才三方面探讨其陷入低端锁定困局的成因，并为解决低端锁定带来的企

业发展易受制于人、失去主流市场应用机会、难以赢得资本市场青睐等不良影响，从知识储备、技术

研发、人财保障、平台搭建和策略组合等维度提出破解策略，为我国芯片设计企业向创新价值链高端

攀升提供对策建议。
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Locking Dilemma and Solution of the Innovation Value Chain 
in Chip Design Enterprises: Taking Huawei HiSilicon as an 

Example * 
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Abstract：In the face of the constant pressure of strategic constraints from abroad in recent years, Chinese chip design is 

locked in the low-end of the industrial innovation value chain.  How chip design enterprises get rid of the low-end cycle to 

seize the commanding heights of industrial development has become the key to breaking the market in the Chinese chip 

industry. Based on the analysis of the current situation of the Chinese chip design industry and its position in the innovation 

value chain, Huawei HiSilicon, a leading chip design enterprise, was selected as the research object to discuss the causes 

of its low-end lock-in from three aspects: R&D level, competitors and design talents.  In order to solve the adverse effects 

of low-end locking, such as being easy to control by others, losing the application opportunities in the mainstream market, 

and difficult to win the favor of the capital market, this paper put forward the crack strategy from the aspects of knowledge 
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芯片设计是将系统、逻辑与性能的设计要求

转化为具体物理版图的过程，属于芯片产业链的

上游，是创新价值链中附加值最高的环节。自 20

世纪 50 年代我国对芯片产业的重视与扶持力度

不断加大，习近平总书记多次视察光谷芯片企业，

格外关注芯片产业创新成果，鼓励科技工作者掌

握更多具有自主知识产权的核心技术。近年我国

芯片设计技术进步很快，芯片设计企业数量攀至

全球首位，设计水平也达到了相当高度，能够设计

出一批优秀产品，但受资源配置不佳、设计技术滞

后、专业人才短缺等问题的困扰，我国芯片设计企

业发展举步维艰，真正有市场影响力和生态话语

权的企业凤毛麟角，大量企业深陷创新价值链低

端环节难以脱身。在美国领先、少数巨头主导的

整体态势下，我国芯片设计产业受到边缘化威胁

的问题日益凸显，高通类似事件所暴露的核心技

术问题再次强调了我国核心芯片依赖进口的问题

亟待解决，特别是 2023 年 2 月末美国芯片补贴申

请启动，“芯片禁令”给我国芯片产业发展带来了

更大阻力。实际上，在面对美国逐步收紧的技术

禁令过程中，我国华为旗下的海思半导体 ( 简称

“华为海思”) 自 2004 年 10 月成立以来，在芯片

叠加工艺、光子芯片、超导光量子芯片等现代化芯

片研发上持续发力，打破了安防芯片的国外巨头

垄断，连续多年保持国内第一大芯片设计企业排

位，曾多次上榜全球 IC 设计 (Fabless ) 供应商排

名前十，2020 年营收更是逼近百亿美元。那么，在

国外技术压制与掣肘下，我国芯片设计企业明确

创新价值链锁定原因和寻找技术壁垒突破路径，

就成为我国半导体产业实现独立自主发展的关

键。本文选取华为海思为研究对象，对其创新发

展进行单案例研究，探究我国芯片设计企业创新

价值链锁定的困境成因，并为实现价值链攀升提

出破解策略，促使我国芯片设计业实现弯道超车。

1  文献综述

芯片技术属于高精尖技术，是各国争夺的一

个技术战略高地［1］。随着国际竞争愈发激烈，寻

找核心技术创新突破成为企业脱颖而出的重要抓

手［2］。虽然近年来芯片产业发展势头迅猛，但仍

存在着劳动力投入冗余［3］、核心技术严重依赖进

口［4］、人才培养和引入机制不完备［5］等一系列阻

碍芯片企业创新发展的问题。对此，部分学者通

过案例分析来探究企业如何实现创新突破［6,7］，并

从多方面提出实际建议，譬如通过政府制定政策

来健全激励机制［8,9］、规划企业网络整合资源［2,10］、

构建创新生态系统［11,12］、铸造芯片跨区域格局错

位互补发展［13］、促进国内外技术合作［14］、构建国际

创新合作网络［15］等措施。期望通过实施一系列措

施来强化企业的自主创新能力，从而稳步推进国

内芯片企业尖端化和国际化。

创新价值链理论视创新为一个循序渐进的过

程［16］，基于对创新过程链式结构的认知，诸多学者

对创新过程进行了细致的划分，在区域创新视角

下，将创新过程划分为知识创新、科研创新、产品

创新三阶段［17-19］的观点被运用最广。在企业创新

机制视角下，创新过程多被划分为技术成果生成

和技术成果转化两阶段［20,21］。有学者将价值链与

reserve, technology research and development, human and financial security, platform building and strategy combination, and 

provided countermeasures and suggestions for Chinese chip design enterprises to climb the high end of the innovation value 

chain.

Keywords：Chip Design; Innovation Value Chain; Locking Dilemma; Cracking Strategy; Huawei HiSilicon
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产业链相融合［22,23］，并基于产业属性的差异，构建

出有针对性特色的创新价值链，芯片创新价值链

可被划分为有关知识创造、传播、使用和再创造的

过程［24］。芯片设计位于产业链上游［25］，由于进口

依赖严重［26］、人才长期匮乏［27］、产业投入不足［28］

等原因，导致芯片设计桎梏于低端锁定困境［29］。

综上可知，我国芯片企业的创新发展问题一

直备受关注，学者们从多方位提出了助力企业实

现创新突破的实质性意见，但基于创新价值链理

论的相关研究大多面向芯片产业整体，而对于产

业链中芯片设计企业的针对性研究鲜有。因此，

鉴于芯片设计环节在芯片产业链中占据极高的附

加值地位，本文在创新价值链视角下，以国内芯片

设计领军企业华为海思为例，深入分析我国芯片

设计企业创新价值链锁定的影响与成因，并在此

基础上探究相应的解锁策略。

2  我国芯片设计产业现状与创新价值

链地位

2. 1  我国芯片设计产业发展现状

我国芯片设计产业起步时间较晚，目前整体

仍处于初期发展阶段，国内龙头企业屈指可数，未

实现稳态垄断。由于该产业技术更新换代速度

极快，时刻面临被赶超的风险，明显技术优势不够

突出，与实现技术创新突破尚存在一定发展空间。

然而，随着国内对人工智能需求的扩大以及众多

扶持政策的出台，新兴企业数量不断增长，已成为

推动全球芯片设计产业发展的主要驱动力。

根据图 1 可知，近十年我国芯片设计企业一

直保持稳健增长态势，尤其在 2016 年增幅极为明

显，近几年增速逐渐放缓，并在 2022 年首次出现

企业数量增速下降状况，尽管如此，2022 年的企业

数量仍比上一年度多增了 433 家。虽然我国芯片

设计企业如雨后春笋般萌生，但大多数企业规模

都偏小，国内龙头企业屈指可数，营收过亿的企业

占比一直徘徊在 20％以下，其中华为海思和紫光

展锐稳居超亿元企业排名榜首。绝大部分企业的

营收情况不容乐观，甚至有很多企业接近于零收

入，资金获取主要仰赖于政府补贴和风险投资。

面对全球新冠疫情的爆发和美国不断加压的

无理制裁，我国很多芯片设计企业倒闭，部分企业

通过裁员以续生存。此外，美国通过搭建专利技术

壁垒带来的影响，迫使企业只能降低产品生产所

需技术要求，转而购买本地产品，中间产品技术含

量的降低导致最终产品的质量下滑。根据图2可

知，我国芯片设计产业的销售额连续多年保持稳定

图 1  2010—2022 年我国芯片设计企业数量变动情况

Fig. 1  Changes in the Number of Chinese Chip Design Enterprises from 2010 to 2022
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增长，但从2020年开始，产业总销售额增速持续下

降，2021年比 2020年的增速降低了3. 7个百分点，	

2022 年比 2021 年的增速又降低了 3. 6 个百分

点。目前介于高速迭代带来的行业发展不确定

性以及国际巨头的掣肘，芯片产业逐渐国产化已

是不可避免的趋势，并且多数大型芯片设计企业

未来会选择延伸到全产业链中，通过多维投资布

局来对冲不确定性风险，而小型企业则多被巨头	

并购。

2. 2  我国芯片设计产业的创新价值链地位

从芯片全产业链来看，芯片设计属于全产业

的上游环节，在芯片设计最上游存在软件设计工

具电子设计自动化 (Electronic Design Automation，

EDA) 和互联网协议 (Internet Protocol，IP) 授权

商，下游承接着芯片制造厂商，如图 3 所示。首

图 2  2010—2022 年我国芯片设计产业销售规模变动情况

Fig. 2  Changes in the Sales Scale of Chinese Chip Design Industry from 2010 to 2022

先，EDA 软件集中度较高，全球 EDA 市场几乎由

新思科技 (Synopsys )、楷登电子 (Cadence)、西门

子 EDA(SiemensEDA，原先的 Mentor Graphics ) 三

巨头所垄断，长期占据全球市场份额的 70％以上

( 数据来源：ESD Alliance 前瞻产业研究院 )。其

次，被广泛使用的 IP 核大多源于 Advanced RISC 

Machines ( 英 国 )、Synopsys ( 美 国 )、Imagination	

( 中国 ) 和 Cadence( 美国 )，其中唯一具有中资

背景的 Imagination 却还是由美国投资公司凯桥于

2017 年收购的，且公司总部与核心研发人员目前

仍都位于英国。最后，目前全球只有台积电和三

星在 7nm、5nm、3nm 制程上有所竞争，而国内大陆

最先进的芯片制造企业只突破了 14nm 制程工艺，

当后端制程环节达不到芯片设计的要求，再完美

精密的芯片设计也是徒劳。可见，我国芯片设计

图 3  芯片产业链全流程图

Fig. 3  Full Flow Chart of Chip Industry Chain
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企业受到上下游两端制约和牵引。

芯片是集成电路的载体，我国集成电路的

进出口存在显著贸易逆差。根据图 4 可知，从

2019—2021 年国内集成电路进出口一直维持增长

趋势，由于出口追赶不上进口的高位运行，造成的

进出口逆差局面始终未变，仅近四年的进出口逆

差总额就高达 9779 亿美元，2022 年整个集成电路

市场陷入低迷，进出口规模有所下滑，同时国内生

产也出现了自 2009 年以来的首次下滑，国内产量

同比下降 9. 8％。将各年集成电路的国内生产量、

出口量、进口量对比后不难发现，国内芯片生产量

远不能满足自身需求，芯片自给率低，依赖进口的

局面很难在短时间内改变。

从表 1 所示的全球芯片设计企业营收状况来

看，2022 年第一季度全球前十总营收增至 394. 3

亿美元，同比增长 44. 20％，可见芯片设计行业市

场成长强劲。高通、博通、英伟达蝉联前三席位，

美国超微公司 (Advanced Micro Devices，AMD) 凭

借 70. 89％突出的同比增速，反超联发科晋升排名

第 4 后，美国芯片企业包揽前四位，市场占比高达

74. 70％。韦尔半导体在 2022 年挤进十强后，榜

上有名的中国芯片企业增至四家，分别是联发科、

联咏、瑞昱、韦尔半导体，除了联发科占比超 10％，

剩余三家企业市场占比低至个位数，四家企业市

场占比总额都略低单个榜首企业，显然我国芯片

设计企业的竞争实力与国际鳌头大相径庭，国内

能够发挥引领作用的领军企业寥寥可数，难以形

成合力。

芯片设计受两端桎梏、行业市场占比极小、芯

片自给率偏低等问题，处处揭露了我国芯片设计

产业正固封于价值链低端锁定的窠臼，解决如何

实现价值链的攀升以及在此过程中规避制裁虽道

阻且长，但已然刻不容缓。

3  芯片设计企业创新价值链锁定影响

与成因

3. 1  创新价值链锁定的影响

3. 1. 1  企业发展易受制于人

根据俘获效应可知，头部企业主导着产品价

值链的分工体系，而低端企业只能被动融入，最初

头部企业为了后端企业能符合分工需要，会主动

图 4  2019—2022 年我国集成电路进出口与产量	

	 变动情况

Fig. 4  Changes in Import, Export and Output of 	

	 Chinese Integrated Circuits from 2019 to 	

	 2022
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输出一些技术和标准，一旦发现其有向价值链高

端攀升的苗头时，头部企业就会借助自身势力对

其打压以防弯道超车。知识创新是创新价值链的

初始环节，加快知识信息流动有助于价值链运转，

设置知识壁垒则是最寻常的打压阻截手段。未掌

握核心技术的企业会通过取得技术转让或技术许

可等方式来获得相关知识，期间要对外支付高额

的采购费用和专利授权费用，但是国际巨擘之间

通常持有交叉专利许可，可以形成对等威慑局面，

然而处于低端锁定的企业无法受益，就形成了强

者愈强、弱者愈弱的马太效应。同时，低端锁定的

企业处于被动接受地位，未控有主动决定权，一旦

掌握相关专利的头部企业利用“专利丛林”设置

关卡，价值链低端企业必受其影响。华为海思的

麒麟处理器曾一度与高通骁龙等大厂并驾齐驱，

产品竞争力不容置疑，但在美国专利技术的知识

壁垒阻截下，公司的技术优势被明显削弱。

3. 1. 2  失去主流市场应用机会

市场是检验产品的最佳标准，2009 年华为

表 1  2021—2022 年第一季度全球前十大 IC 设计公司营收排名 1）

Tab. 1  Top 10 Global IC Design Companies by Revenue in the First Quarter of 2021-2022 1）

公司名称
排名 营 收 占 比

1Q21 1Q22 1Q21 1Q22 环比增速 (％ ) 1Q21 1Q22

高通 ( 美国 ) 1 1   6281   9548 52. 01 22. 97 24. 22

英伟达 ( 美国 ) 2 2   5173   7904 52. 79 18. 92 20. 05

博通 ( 美国 ) 3 3   4849   6110 26. 01 17. 73 15. 50

AMD( 美国 ) 5 4   3445   5887 70. 89 12. 60 14. 93

联发科 ( 中国 ) 4 5   3805   5007 31. 59 13. 92 12. 70

美满 ( 美国 ) 9 6     821   1412 71. 99 3. 00 3. 58

联咏 ( 中国 ) 6 7     929   1281 37. 89 3. 40 3. 25

瑞昱 ( 中国 ) 8 8     822   1044 27. 01 3. 01 2. 65

韦尔半导体 ( 中国 ) - 9 -     744 - - 1. 89

思睿逻辑 ( 美国 ) - 10 -     490 - - 1. 24

赛灵思 ( 美国 ) 7 -     851 - - 3. 11 -

戴乐格 ( 英国 ) 10 -     366 - - 1. 34 -

   前十大企业营收总和 39427 27342 44. 20 100. 00 100. 00

1 ) 1Q 21、1Q 22分别表示2021年、2022年的第一季度；新台币对美元汇率1Q 22、1Q 21分别为28. 50∶1、28. 39∶1；人民币对美国汇

率1Q 22、1Q 21分别为6. 336∶1、6. 483∶1。

海思设计研发的第一款手机芯片 K3V1，由于存

在性能差、可靠性低、冷启动等问题，只能选择搭

乘山寨机进入末端市场。2012 年华为海思推出

的 K3V2 处理器，让其一举跻身顶级智能手机处

理器行列，但由于采用的工艺制程等技术不完备，

反映出整体功耗高和兼容性差等问题，造成用户

购买率不佳。2013 年底，麒麟 910 作为华为海思

第一款推出的手机 SoC 芯片，同样因为存在软件

兼容性、功耗、使用性能等问题，未能获得市场认

可。低端企业在产品技术方面明显落后，使其缺

乏与领先企业抗衡的竞争力，并且大部分后发企

业在开始研发产品时，倾向选择对标国外指标，但

仅仅追赶别人的技术标准会形成永远都“差一步”

的现象，更难进入主流市场，市场应用机会的丧失

同时意味着企业无法获得最直接、最高效、最真实

的用户反馈，产品技术改进缺乏实践经验。此外，

无法满足消费者需求的产品所获销售收入微乎其

微，这与高额的研发投入需求不相匹配，从而导致

“低竞争力→低市场份额→低营业收入→低研发
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投入”恶性循环凸显。

3. 1. 3  难以赢得资本市场青睐

对于创立初期的华为海思而言，大规模的科

研投入需求难以被满足成为棘手难题，当时的芯

片设计产业发展刚抬头，投资商对芯片初创企业

的发展满腹疑团，不敢轻易押注，华为海思的研发

等各项投入则是由华为内部全额投资。如今我国

芯片设计产业仍处于低端锁定阶段，芯片设计产

业的投资成功率不高，我国投资商对于芯片设计

的投资失败容忍度较低，并且纵观以往经验，很多

创新型的早期芯片项目都是纷纷夭折。芯片设计

相较芯片制造而言，投资者倾向于更具象的芯片

制造加工，芯片设计难度高、耗资高、风险不可控

的特殊属性愈发让投资商望而生畏，导致国内欠

缺相应的风险投资行为，芯片设计产业目前面临

的投资热潮更多的只是投资意愿而非实际行动，

这对于满足芯片设计产业高额科研投入需求带来

重重困难。

3. 2  创新价值链锁定的成因

3. 2. 1  研发技术水平欠佳

华为海思芯片对接的手机芯片与电脑或是

服务器上的中心处理器 (Central Processsing Unit，

CPU) 不同，手机处理器采用的是集成 CPU、蓝牙

芯片、图形处理器 (Graphics Processing Unit，GPU)、

通信芯片等多种功能于一体的 SoC 芯片，对于芯

片研发的技术要求极高。华为海思最初生产的 K3

系列只是独立的应用芯片，但能发挥通信作用的

智能手机需要应用芯片 (Application Processor，AP)

和基带芯片 (Basedband Processor，BP) 两部分电

路，而只有掌握集成应用处理器和基带处理器等

不同模块的 SoC 设计能力，才能算作高端芯片生

产厂商。技术水平的有限导致产品研发周期漫长

且成品技术含量不够，华为海思在研发 K3V1 时，

从 2005 年立项到 2009 年才推出，耗时约四年，并

且 K3V1 芯片采用的是 110 nm 制程工艺，但当时

领先芯片企业的制程工艺已达到 65 nm、55 nm。	

对于芯片设计后发企业的华为海思而言，经验、用

户、研发等方面都有所缺失，当时的技术能力无法

生产出能与先发巨头企业竞争的产品，且不具备

由规模经济带来的低成本竞争优势。在企业创立

前九年里，华为海思一直处于亏损状态。

3. 2. 2  竞争对手战略性狙击

市场规模扩大的同时伴随着市场竞争的加

剧，竞争对手之间的战略阻隔也愈演愈烈。华为

海思在自主研发出麒麟 960 配置的 16 nm 码分多

址 (Code Division Multiple，CDMA) 之前，为了绕开

高通的专利壁垒，只能使用技术不完备的 55 nm 

CDMA 基带处理器，这也是引起配备手机兼容性

差且功耗大等问题的根本原因。华为海思在切入

IPC SoC 市场后也遭受多方狙击，特别是联发科旗

下的 Mstar 凭着超高的性价比，不断抢夺华为海

思市场份额，在 Mstar 的带动下，其他芯片厂商群

起而攻之。市场国际化使得竞争对手不只存在于

企业间，也显露在国家竞争战略层面。随着集成

电路产业分工逐渐细致化，芯片企业从事业务也

越针对性。华为海思专门从事芯片设计，下游芯

片生产环节是由台积电承包，但受到美国制裁的

影响，且台积电的技术涉及美国技术，所以台积电

将终止与华为的合作，华为海思芯片的制造转由

其他大陆晶圆代工厂生产，而相比台积电 3 nm 的

制程，大陆企业 14 nm 的制程技术上限无法满足

华为高端系列。此外，由于芯片设计复杂程度的

增加，EDA 工具成了设计过程中极重要的软件，

能自动完成虚拟的设计、分割布线、仿真测试等工

作。但占据世界 EDA 市场份额 70％以上的三大

巨头 Synopsys ( 美国 )、Cadence( 美国 )、西门子
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EDA( 德国 ) 受美国禁令的影响，华为海思很难与

其合作，只能寻找技术欠优的 EDA 厂商，影响了

华为海思设计芯片的效率。

3. 2. 3  芯片设计人才短缺

我国早期不够重视半导体行业，相关专业的

高校院所基础建设相对薄弱，专业对口的毕业生

也只有约三成选择在国内从事相关工作，毕业后

赴美工作或转变就业方向的占比较高。同时，受

国外政府和国际竞争企业的束缚，海外顶尖人才

来华较少。芯片设计人才“高流出、低流入”放大

了我国芯片设计人才短缺的劣势，人才瓶颈日益

凸显。芯片产品需要经历设计、流片、验证、产业

化、客户反馈多个环节，工程师只有在经历几个来

回后才能获得有效经验积累，前期经验的缺失导

致员工只能从事简单低端的设计工作，因此顶尖

人才培养的实现周期长，导致许多企业会选择高

薪挖人才，在这个过程中员工流动性强，人员的能

力经验积累出现断层错轨现象，又进一步导致高

尖人才培养受阻。在芯片设计人才匮乏的大环境

下，华为海思又受美国禁令的影响，芯片设计丧失

国外先进技术的支撑，设计工作举步维艰，加之国

内其他芯片企业的大力拉拢，华为海思已有的设

计人才正逐渐流失。对此华为正谋划从芯片设计

专项工作转变到全产业链的转型道路，也不断从

其他企业吸引人才，然而老员工的流出和新员工

的挖角会打击在研项目的稳定发展。

4  芯片设计企业创新价值链锁定的破

解策略

4. 1  夯实知识储备，加速基础研究积淀

1991年华为成立了专用集成电路 (Application 	

Specific Integrated Circuit，ASIC) 设计中心，集中设

计专用集成电路，在 1993 年成功研发了华为第一

块数字 ASIC，并陆续研发出十万门级、百万门级、

千万门级的 ASIC，华为前期累积的技术基础、经

验员工、资金设备为海思实体公司的成立筑好地

基。一直以来，华为都是海思芯片设计研发的坚

强后盾，华为通过在全球范围内投资多个研究所，

助力科学家不断进行基础性研究探索，为海思芯

片设计研发提供基础知识帮助。同时，华为在开

发通信产品的过程中已经在移动终端和通讯设备

等领域搭建了广泛的网络布局，通信核心技术和

专利的积累也为海思芯片发展筑牢基础。在华为

提供的大规模芯片应用下，芯片实现快速迭代是

海思经过高强度学习、研发、创新的结果，成功的

背后是不断试错，这为华为海思后续研发乃至作

为芯片设计领域的后发者能够后来居上积累了大

量经验。

4. 2  深耕技术研发，提升综合技术能力

芯片设计产业技术壁垒极高，企业需要着力

提升技术创新能力，为跻身高端芯片行列提供先

进技术支持。如今已被消费者熟知且接受的麒麟

系列，在初期生产的麒麟 910“片上系统”也有过

不被市场认可的毛羽未丰阶段。在迭代更新期间，

麒麟系列通过更换制造工艺和 GPU，解决了 K3 系

列发热和软件兼容等问题，并且还比高通提前一

年自主研发出支持 LTE Ca4G 网络的基带芯片巴

龙 710，这意味着华为海思逐渐掌握识别、吸收和

整合新技术的能力。之后麒麟 920 采用 28 nm 高

性能移动 (High Performance Mobile，HPM) 工艺制

程，集成了音频芯片、视频芯片、ISP，自主研发出

全球首款支持 LTE Cat. 6 的巴龙 720 基带，更是

明显缩小了海思芯片与行业领先者的技术差距，

此后麒麟芯片变得真正成熟，受到消费者更多好

评。麒麟 960 的研发攻破了以往 55 nm CDMA 基

带的桎梏，自主研发的 16 nm CDMA 基带解决了
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高通的专利壁垒，海思芯片开始进入处理器芯片

的头部阵营。麒麟 970 的生产发布更成为转折点，

在业内首次推出人工智能计算平台网络处理单元

(Neural Processing Unit，NPU)，将 AI 从以往运用在

大型云端设备转移到低功耗要求的消费级移动终

端产品上，华为海思开启了智能手机向智慧手机

的探索道路。十余年深耕，华为海思实现了从落

后追赶到齐肩并行甚至领先的转变，助力华为在

智能手机市场取得了遥遥领先的地位。

4. 3  保障人财投入，助力技术攻坚克难

2012 年华为高层强调海思每年要投入 4 亿美

元和 2 万人进行技术强攻，通过提升自主创新能

力来降低进口技术依赖。目前华为海思员工已超

7000 人，除在深圳设立总部外，在上海、北京、美国

硅谷、瑞典皆设有分公司以网罗人才，通过企业价

值导向和蓝图规划吸引高端人才加盟，通过全产

业链布局收购团队，高薪挖角的行为在该行业更

是常见。高薪抢人能在短期内解决人才短缺，但

基于长期而言，培养人才更不容忽视。华为海思

在研发骨干培养方面一直不遗余力，通过知识数

字资产共享、分派海外工作、外派培训等方式加速

研发人员的技术知识积累，并通过与高校共同建

立起芯片设计人才培养的产教协同机制，在经过

组织性和系统性学习的同时，鼓励学生到企业中

实践获真知，才能锻炼出具备夯实基础知识和实

操经验的人才。芯片设计不仅需要顶尖的人才投

入，充足的资金投入也不可或缺。在华为海思成

立初期就有每年 4 亿美元的研发投入，随着研发

芯片的规模越来越大，研发投入资金早就远不如

此。华为报表显示，近十年华为研发投入 4000 亿

元，其中芯片研发投入约占 40％，可见研发投入

巨大。随着我国政府将芯片产业发展置于战略性

高位，国家陆续发布产业扶持政策，在宏观调控的

风向标作用下，撬动社会资本给予进一步的基金

支持。

4. 4  搭建多种平台，拓宽资源获取渠道

芯片产品研发是一个包含数据管理、模拟测

试、性能分析等工作的复杂过程，构建集市场需

求分析系统、研发流程规划系统、知识管理系统于

一体的产品开发设计平台，能够数字化集合研发

资源，为企业开展研发活动提供资源配置、成本控

制、模型管理等一系列支持系统。芯片设计需要

遵循市场变动情况推陈出新，产品研发平台汲取

以往产品开发和应用等经验，才能够具备动态研

发能力，有利于明晰产品更新和迭代方向。华为

海思通过链接华为全球布局海外研发基地，可以

调用和共享技术研发知识等企业专用互补资产，

加速研发技术补充。除了搭建专属自己的产品开

发平台，也要活用公共技术服务平台。我国科技

部从 2000 年起就先后在多地建立了八个国家 IC

设计产业化基地，基地为包括华为海思在内的芯

片设计企业提供了包括 EDA 工具、SoC 设计服务、

创新应用推广等服务的设计技术服务平台，累积

了厚实的共性技术、管理运行经验和创新资源等。

此外，通过搭建投资平台，在平台上提供企业的有

效信息及相关操作渠道，为企业创新研发吸引投

资支持。

4. 5  合理策略组合，塑造独特竞争优势

华为海思芯片最初选择对外销售的经营战

略，初期研发的 K3 系列售卖给了山寨机市场，但

由于初代产品不成熟，所以即使想占据主流市场

之外的边缘市场都以失败告终。随后在国际市场

上又频繁遭受芯片断供和专利起诉威胁，以及中

下游厂商对国际巨头芯片设计的偏向选择，导致

华为海思发展处处受阻。随后华为海思果断选择

以自产自销策略来代替纯粹的外部市场交易，采
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取依靠组织内部需求的纵向一体化发展模式，通

过有策略地运用华为掌握的市场势力，形成“手

机终端 + 自研芯片”共生模式。一方面解决了海

思芯片出售量寥落的问题，另一方面介于自家产

品的使用，产生的压力倒逼海思不断提升芯片设

计技术，并且华为通信巨头的竞争优势为海思芯

片提供了应用载体、市场测试、经验学习、用户互

动反馈等条件，也利于海思芯片进行快速的产品

更新迭代。此外，华为海思选择定位中高端市场

的坚持，也为之后割据高比例市场份额奠定基础。

随着麒麟系列芯片的研发，华为海思果断定位中

高端市场，纵使海思的 K3 系列芯片仍有待优化，

但在 2012—2014 年间，华为上市的智能手机均搭

载 K3V2 芯片，主要基于华为强大的行业背书，且

凭借外观、屏幕、操作系统、网络适配等优势带动

技术不完备的海思芯片进行市场应用和迭代，最

终成功塑造了海思芯片中高端品牌定位。
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